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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、基板上に実装された発光素子と、基板上に設けられ前記発光素子を封止する封
止ガラスと、によって構成された発光装置において、
　前記封止ガラスの表面および前記基板の側面にわたって連続して覆う耐水性のガラスか
らなるコート膜をさらに有し、
　前記封止ガラスは、粒径が１０～５０ｎｍの石英ガラスからなるガラス粉末に、軟化点
が５００℃以下の低融点ガラスを溶媒として混合したペーストの固化物であり、
　前記封止ガラスにおける前記石英ガラスの割合は、５０～８０体積％であり、
　前記封止ガラスの軟化点と前記低融点ガラスの軟化点が同等である、
　ことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記低融点ガラスは、リン酸塩ガラスである、ことを特徴とする請求項１に記載の発光
装置。
【請求項３】
　前記封止ガラスの融点は、２５０～５００℃である、ことを特徴とする請求項１または
請求項２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記コート膜は、ポリシラザンを脱アンモニア反応させたガラス膜である、ことを特徴
とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の発光装置。
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【請求項５】
　前記コート膜は、ゾルゲルガラスである、ことを特徴とする請求項１ないし請求項４の
いずれか１項に記載の発光装置。
【請求項６】
　基板と、基板上に実装された発光素子と、基板上に設けられ前記発光素子を封止する封
止ガラスと、によって構成された発光装置の製造方法において、
　粒径が１０～５０ｎｍの石英ガラスからなるガラス粉末に、軟化点が５００℃以下の低
融点ガラスを溶媒として混合したペーストを、金型を用いて成形し、冷却、固化すること
によって前記基板上に封止ガラスを形成し、前記発光素子を前記封止ガラスにより封止す
る封止工程と、
　前記封止ガラスの表面および前記基板の側面にわたって連続して、耐水性のコート膜を
形成するコート膜形成工程と、
　を有し、
　前記封止ガラスにおける前記石英ガラスの割合は、５０～８０体積％であり、
　前記封止ガラスの軟化点と前記低融点ガラスの軟化点が同等である、
　ことを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項７】
　前記封止工程は、注入成形により封止ガラスを形成する工程である、ことを特徴とする
請求項６に記載の発光装置の製造方法。
【請求項８】
　基板と、基板上に実装された発光素子と、基板上に設けられ前記発光素子を封止する封
止ガラスと、によって構成された発光装置の製造方法において、
　粒径が１０～５０ｎｍの石英ガラスからなるガラス粉末に、軟化点が５００℃以下の低
融点ガラスを溶媒として混合したペーストの固化物である封止ガラスを、軟化点以上融点
未満の温度に加熱し、前記基板に前記封止ガラスを押圧することにより、前記発光素子を
前記封止ガラスにより封止する封止工程と、
　前記封止ガラスの表面および前記基板の側面にわたって連続して、耐水性のコート膜を
形成するコート膜形成工程と、
　を有し、
　前記封止ガラスにおける前記石英ガラスの割合は、５０～８０体積％であり、
　前記封止ガラスの軟化点と前記低融点ガラスの軟化点が同等である、
　ことを特徴とする発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、封止ガラスによって発光素子が封止された発光装置およびその製造方法に関
する。特に、封止ガラスの材料および封止ガラス表面のコーティングに特徴を有する。
【背景技術】
【０００２】
　青色ＬＥＤなどの発光素子をガラスで封止した発光装置が知られている（たとえば特許
文献１、２）。従来の樹脂封止に比べて、耐光性、耐熱性に優れ、ガスを透過しないなど
、耐環境性に優れるという利点がある。
【０００３】
　発光素子をガラスにより封止する際に、封止温度が高いと、封止のたびに高温まで上昇
させる必要があるため手間や時間がかかり、また高温に耐えるために発光素子の構造など
に工夫をする必要がある。そこで、封止ガラスとして低融点ガラスを用いることが考えら
れる。特許文献１には、封止ガラスとして、低融点ガラスであるリン酸系ガラスを用いる
ことが記載されている。また、特許文献１には、リン酸系ガラスに粒径１００ｎｍの石英
ガラスからなるフィラーを混合してもよいことが記載されている。これにより、光透過性
を損なうことなく、封止ガラスの線膨張係数を低減することができることが記載されてい
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る。また、石英ガラスからなるフィラーの粒径は、１００ｎｍとすることができると記載
されているが、光の拡散などの問題から数μｍから数十μｍが望ましいと記載されている
。
【０００４】
　また、特許文献２には、封止ガラスの表面にＡｌ2 Ｏ3 やＳｉＯ2 などからなるコート
膜を設け、耐湿性を向上させた発光装置が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２２３２２２号公報
【特許文献２】特開２００６－２１６７５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、一般に、ガラスは融点が低いほど線膨張係数が高くなるため、封止に低融点ガ
ラスを用いると発光装置や基板との線膨張係数差が大きくなり、基板と封止ガラスとの間
に剥離が生じてしまったり、封止ガラスにクラックが発生してしまう問題がある。また、
低融点ガラスは耐水性が悪いという問題もある。
【０００７】
　そこで本発明の目的は、封止温度を低減することができるとともに、封止ガラスのクラ
ックが防止され、耐水性も良好な発光装置を実現することである。また、その製造方法を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、基板と、基板上に実装された発光素子と、基板上に設けられ前記発光素子を
封止する封止ガラスと、によって構成された発光装置において、封止ガラスの表面および
基板の側面にわたって連続して覆う耐水性のガラスからなるコート膜をさらに有し、封止
ガラスは、粒径が１０～５０ｎｍの石英ガラスからなるガラス粉末に、軟化点が５００℃
以下の低融点ガラスを溶媒として混合したペーストの固化物であり、封止ガラスにおける
石英ガラスの割合は、５０～８０体積％であり、封止ガラスの軟化点と低融点ガラスの軟
化点が同等である、ことを特徴とする発光装置である。
【０００９】
　封止ガラスにおける石英ガラスの割合は、５０～８０体積％であることが望ましい。こ
の範囲であれば、封止ガラスのクラックを効果的に抑制できるとともに、封止ガラスの軟
化点を十分に低減することができる。より望ましくは６０～８０体積％であり、さらに望
ましくは７０～８０体積％である。
【００１０】
　石英ガラスの粒径は、１０～５０ｎｍであることが望ましい。粒径をこの範囲とするこ
とで、封止ガラスのクラックを効果的に防止することができる。また、石英ガラスと低融
点ガラスとの屈折率差による光の透過率低減を抑制できる。また、封止ガラスの軟化点、
加工性を低融点ガラスと同等とするためにも、粒径をこの範囲とすることが望ましい。よ
り望ましい粒径は、１０～４０ｎｍ、さらに望ましくは１０～３０ｎｍである。
【００１１】
　低融点ガラスは、リン酸塩ガラスやソーダ石灰ガラスを用いることができる。特に、リ
ン酸塩ガラスを用いるのが好適である。リン酸塩ガラスは、他の低融点ガラスに比べて耐
水性や耐久性が高いためである。
【００１２】
　封止ガラスの融点は、２５０～５００℃であることが好ましい。融点がこの範囲であれ
ば、発光素子の封止工程に注入成形などの方法を取ることができ、より容易に発光素子の
ガラス封止を行うことができる。より望ましい封止ガラスの融点は、３００～４５０℃、



(4) JP 6733232 B2 2020.7.29

10

20

30

40

50

さらに望ましくは３００～４００℃である。
【００１３】
　コート膜は、耐水性を有した任意のガラス膜でよいが、特に以下の膜とするのが好まし
い。容易かつ簡易に形成することができ、耐水性や耐久性も十分であるためである。１つ
は、ポリシラザンを脱アンモニア反応させたガラス膜である。他の１つは、ゾルゲルガラ
スである。
【００１４】
　他の本発明は、基板と、基板上に実装された発光素子と、基板上に設けられ発光素子を
封止する封止ガラスと、によって構成された発光装置の製造方法において、粒径が１０～
５０ｎｍの石英ガラスからなるガラス粉末に、軟化点が５００℃以下の低融点ガラスを溶
媒として混合したペーストを、金型を用いて成形し、冷却、固化することによって基板上
に封止ガラスを形成し、発光素子を封止ガラスにより封止する封止工程と、封止ガラスの
表面および基板の側面にわたって連続して、耐水性のコート膜を形成するコート膜形成工
程と、を有し、封止ガラスにおける石英ガラスの割合は、５０～８０体積％であり、封止
ガラスの軟化点と低融点ガラスの軟化点が同等である、ことを特徴とする発光装置の製造
方法である。
【００１５】
　この場合、封止工程は、注入成形とすることが望ましい。融解した封止ガラス１２は粘
度が高いため、注入成形を用いればより簡便となるためである。
【００１６】
　他の本発明は、基板と、基板上に実装された発光素子と、基板上に設けられ発光素子を
封止する封止ガラスと、によって構成された発光装置の製造方法において、粒径が１０～
５０ｎｍの石英ガラスからなるガラス粉末に、軟化点が５００℃以下の低融点ガラスを溶
媒として混合したペーストの固化物である封止ガラスを、軟化点以上融点未満の温度に加
熱し、基板に封止ガラスを押圧することにより、発光素子を封止ガラスにより封止する封
止工程と、封止ガラスの表面および基板の側面にわたって連続して、耐水性のコート膜を
形成するコート膜形成工程と、を有し、封止ガラスにおける石英ガラスの割合は、５０～
８０体積％であり、封止ガラスの軟化点と低融点ガラスの軟化点が同等である、ことを特
徴とする発光装置の製造方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明では、封止ガラスとして、石英ガラスからなるガラス粉末に低融点ガラスを溶媒
として混合したペーストの固化物を用いているため、封止ガラスへのクラックが抑制され
ており、耐久性が向上している。また、ガラス封止の封止温度を低減することができるた
め、より簡便にガラス封止を行うことができる。また、基板と封止ガラスとの密着性も向
上している。また、封止ガラスの表面に耐水性のコート膜を設けているため、発光装置の
耐環境性が向上している。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施例１の発光装置の構成を示した図。
【図２】実施例１の発光装置の製造工程を示した図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の具体的な実施例について図を参照に説明するが、本発明は実施例に限定
されるものではない。
【実施例１】
【００２０】
　図１は、実施例１の発光装置の構成を示した図である。実施例１の発光装置は、図１の
ように、基板１０と、基板１０上に実装されたＬＥＤ１１と、基板１０上に設けられＬＥ
Ｄ１１を封止する封止ガラス１２と、封止ガラス１２の表面を覆うコート膜１６と、によ
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って構成されている。
【００２１】
（基板１０の構成）
　基板１０は、セラミックからなる正方形の平板である。基板１０の正方形の一辺の長さ
や厚さは任意でよいが、放熱性や物理的強度などを考えて一辺の長さを５００～２０００
μｍ、厚さ５０～２００μｍとすることが好ましい。
【００２２】
　基板１０の表面（ＬＥＤ１１実装側の面）には、ＬＥＤ１１の電極と接続される配線パ
ターン１３が設けられている。配線パターン１３は、たとえば、基板１０側から順に、Ｗ
、Ｎｉ、Ａｕが積層されたものである。配線パターン１３は、ＬＥＤ１１のｐ電極と接続
するｐ側のパターンと、ＬＥＤ１１のｎ電極と接続するｎ側のパターンとで構成されてい
る。基板１０表面の配線パターン１３が設けられていない領域に蛍光体や反射材を塗布し
てもよい。これにより、発光装置の発光色、配光性などを制御することができる。反射材
としては、二酸化チタンなどの白色顔料を塗布して反射させてもよい。あるいは、Ａｌ、
Ａｇなどの高反射金属をめっきなどにより形成して反射させてもよい。
【００２３】
　基板１０の裏面（ＬＥＤ１１実装側とは反対側の面）には、裏面電極パターン１４が設
けられている。裏面電極パターン１４は、配線パターン１３と同様の材料によって構成さ
れるが、異なる導電性材料によって構成してもよい。また、基板１０裏面には、裏面電極
パターン１４とは別に、放熱性を高めるための放熱板を設けてもよい。
【００２４】
　また、基板１０には円柱状のビア１５が設けられている。ビア１５は、基板１０を厚さ
方向に貫通する貫通孔に導電性材料を埋め込んだ構造である。このビア１５によって、基
板１０表面側の配線パターン１３と、裏面側の裏面電極パターン１４とが電気的に接続さ
れている。
【００２５】
　配線パターン１３、裏面電極パターン１４は、蒸着、スクリーン印刷、めっきなどの方
法によって形成することができる。また、ビア１５の貫通孔は、レーザー加工などによっ
て形成することができる。また、貫通孔を導電性材料で埋めてビア１５を形成する方法と
しては、めっきなどを用いることができる。
【００２６】
　基板１０のセラミック材料は、たとえば、Ａｌ2 Ｏ3 、ＡｌＮなどである。セラミック
意外に、金属、ガラス、ガラスセラミック、などを用いることもできる。基板１０の線膨
張係数はなるべく封止ガラス１２の線膨張係数に近いことが望ましいこと、およびＬＥＤ
１１の線膨張係数がおよそ７ｐｐｍ／℃であることから、基板１０の線膨張係数は、５～
８ｐｐｍ／℃とすることが望ましい。
【００２７】
（ＬＥＤ１１の構成）
　ＬＥＤ１１は、III 族窒化物半導体からなるフリップチップ型の発光素子であり、平面
視において正方形である。発光波長は４５０ｎｍの青色光であり、線膨張係数（ＬＥＤ１
１全体としての平均）は、７ｐｐｍ／℃である。ＬＥＤ１１は、基板１０上にフリップチ
ップ実装されており、図示しないパンプを介してＬＥＤ１１の電極と、基板１０上の配線
パターン１３とが接続されている。ＬＥＤ１１の素子構造は、従来用いられている任意の
構造を採用することができる。
【００２８】
　なお、実施例１の発光装置は、１つのＬＥＤ１１を基板１０上に実装するものであるが
、複数のＬＥＤ１１を実装するものであってもよい。
【００２９】
　また、ＬＥＤ１１と基板１０との隙間を埋めるアンダーフィルを設け、封止ガラス１２
による封止時に隙間が生じないようにしてもよい。ＬＥＤ１１と基板１０の接続が破断し
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てしまうのを抑制することができ、熱による劣化を抑制することができる。アンダーフィ
ルの材料にはゾルゲルガラスを用いることができる。アンダーフィルとして用いるゾルゲ
ルガラスの線膨張係数は、封止ガラス１２の線膨張係数の０．９倍から１．１倍であると
よい。熱による劣化をより抑制することができる。
【００３０】
（封止ガラス１２の構成）
　封止ガラス１２は、基板１０上に設けられ、ＬＥＤ１１を覆って封止している。封止ガ
ラス１２は直方体状であり、側面を基板１０の側面と一致させて、発光装置全体として直
方体状となっている。
【００３１】
　封止ガラス１２は、石英ガラスの粉末にリン酸塩ガラスを溶媒として混合したペースト
が固化したものである。石英ガラスの粉末は、高純度の石英ガラスを粉砕して粉状とした
ものである。石英ガラスの純度は、不純物が０．０１ｗｔ％以下であることが好ましい。
【００３２】
　石英ガラスの粉末の粒径（外接球の直径）は、１０～５０ｎｍである。粒径をこの範囲
とすることで、封止ガラス１２のクラックを効果的に防止することができる。また、石英
ガラスと低融点ガラスとの屈折率差による光の透過率低減を抑制できる。また、封止ガラ
ス１２の軟化点、加工性を低融点ガラスと同等とするためにも、粒径をこの範囲とするこ
とが望ましい。より望ましい粒径は、１０～４０ｎｍ、さらに望ましくは１０～３０ｎｍ
である。
【００３３】
　封止ガラス１２全体における石英ガラスの割合は、５０～８０体積％である。この範囲
であれば、封止ガラス１２のクラックを効果的に抑制できるとともに、封止ガラス１２の
軟化点を十分に低減することができる。より望ましくは６０～８０体積％であり、さらに
望ましくは７０～８０体積％である。
【００３４】
　実施例１ではリン酸塩ガラスを用いているが、リン酸塩ガラス以外の低融点ガラスを用
いてもよい。ここで低融点ガラスとは、本明細書においては軟化点が５００℃以下である
ことを意味する。たとえば、ソーダ石灰ガラスなどの軟化点が５００℃以下のガラス材料
を用いることができる。ただし、リン酸塩ガラスは、他の低融点ガラスに比べて耐水性や
耐久性が高いため、実施例１のようにリン酸塩ガラスを溶媒として用いるのが好適である
。リン酸塩ガラスは、ＳｎＯ－Ｐ2 Ｏ5 系ガラス、ＺｎＯ－Ｐ2 Ｏ5 系ガラス、ＺｎＯ－
ＳｎＯ－Ｐ2 Ｏ5 系ガラス、Ｐ2 Ｏ5 －Ｆ系ガラスが好適である。他のリン酸塩ガラスに
比べて耐水性が高く、軟化点も低いためである。
【００３５】
　封止ガラス１２の線膨張係数は、ＬＥＤ１１の線膨張係数になるべく近いことが望まし
い。たとえば、封止ガラス１２の線膨張係数は、ＬＥＤ１１の線膨張係数の０．９倍以上
１．１倍以下であることが望ましい。熱膨張率差に起因する封止ガラス１２のクラックな
どの損傷が生じることが低減されるため、温度変化により強い発光装置を実現することが
できる。より望ましくは、ＬＥＤ１１の線膨張係数の０．９３倍以上１．０７倍以下であ
り、さらに望ましくは０．９５倍以上１．０５倍以下である。
【００３６】
　封止ガラス１２の軟化点は、封止温度よりも低い温度に設定されており、およそ低融点
ガラスの軟化点に等しい。封止温度は、ＬＥＤ１１の熱による劣化を防止する点からなる
べく低い温度とすることが望ましく、たとえば６００℃以下であることが望ましいため、
封止ガラス１２の軟化点は、２００～５００℃とすることが望ましい。より望ましくは２
５０～４５０℃である。また、封止ガラス１２の融点を封止温度よりも低くすることで、
封止ガラス１２を注入成形などの液体から固形物を成形する方法を用いることができる。
この場合、封止ガラス１２の融点は、２５０～５００℃とすることが望ましく、より望ま
しくは３００～４５０℃、さらに望ましくは３００～４００℃である。
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【００３７】
　封止ガラス１２には、黄色蛍光体が混合されている。これにより、ＬＥＤ１１から上方
（基板１０側とは反対側の方向）に放射される青色光の一部を封止ガラス１２において黄
色光に変換し、青色光と黄色光の混色によって白色光を放射するようにしている。なお、
実施例１では黄色蛍光体を用いているが、ＬＥＤ１１の発光色、発光装置全体としての発
光色、色温度などに応じて種々の蛍光体を封止ガラス１２に混合することができる。もち
ろん、封止ガラス１２に蛍光体を混合せずに透明のままとして、ＬＥＤ１１の光をそのま
ま取り出す構造としてもよい。また、封止ガラス１２は透明なままとし、封止ガラス１２
表面に塗布した蛍光体によって、ＬＥＤ上方に放射される光の発光色を制御してもよい。
【００３８】
　封止ガラス１２には、拡散剤、着色剤、熱膨張抑制剤、熱伝導性フィラー、分散剤など
を混合することができる。これらの混合によって、封止ガラス１２と基板１０の特性（温
度特性、物理的特性、化学的特性など）をおおよそ一致させることができ、耐環境性に優
れた発光装置を実現することができる。
【００３９】
（コート膜１６の構成）
　コート膜１６は、封止ガラス１２の表面（封止ガラス１２の上面と側面）を覆っている
。封止ガラス１２はリン酸塩ガラスを含むため、耐水性が十分でない。そこで、耐水性を
有したコート膜１６で封止ガラス１２を覆うことにより、封止ガラス１２の水分による劣
化を抑制し、発光装置の耐水性を向上させている。コート膜１６は、発光装置の側面に露
出する基板１０と封止ガラス１２の界面を覆うように設けるとよい。つまり、封止ガラス
１２の側面から基板１０側面にわたって連続してコート膜１６を設けるようにしてもよい
。基板１０と封止ガラス１２の界面から水分が進入するのを抑制することができ、発光装
置の耐水性をより向上させることができる。
【００４０】
　コート膜１６の材料は、ポリシラザンを脱アンモニア反応させたガラス膜（シリカガラ
ス）である。ポリシラザンを用いることで、容易かつ簡易に耐水性に優れたコート膜１６
を形成することができる。他にも、コート膜１６の材料としてゾルゲルガラスを用いても
よい。ゾルゲルガラスは、金属アルコキシドからなるゾルを加水分解、脱水縮合してゲル
とし、その後加熱して焼結させることにより形成されるガラスである。金属アルコキシド
は、たとえばテトラエトキシシランであり、ゾルゲルガラスはシリカガラスである。
【００４１】
　コート膜１６の厚さは、０．４～３．０μｍとすることが望ましい。コート膜１６の耐
水性、耐久性を十分とするためである。より望ましくは０．６～２．５μｍ、さらに望ま
しくは０．８～２．２μｍである。
【００４２】
（発光装置の製造工程）
　次に、実施例１の発光装置の製造工程について、図２を参照に説明する。
【００４３】
　まず、封止ガラス１２を以下のようにして作製する。低融点ガラスの粉砕粒子と、石英
ガラスの粉末とを混合し、攪拌する。次に、低融点ガラスの融点以上の温度に加熱して低
融点ガラスを融解し、融解した低融点ガラスと固体の石英ガラスの粒子とを混練してペー
スト状とし、均質化する。そして、シート状に成形して冷却し、低融点ガラスを固化させ
ることで封止ガラス１２を作製する。なお、固化させずに溶融状態のまま、その後の封止
ガラス１２の注入成形に用いてもよい。
【００４４】
　次に、配線パターン１３、裏面電極パターン１４、およびビア１５が形成された基板１
０を用意する。たとえば、セラミック板にレーザー加工などによって貫通孔を形成し、そ
の貫通孔をめっきなどの方法によって導電性材料で埋めることによりビア１５を作製する
。次に、セラミック板の表面、裏面それぞれに、蒸着、スクリーン印刷、めっきなどの方
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法によって導電性材料を所定のパターンに形成し、配線パターン１３、裏面電極パターン
１４を形成する。以上によって基板１０を作製する（図２（ａ））。
【００４５】
　次に、基板１０上にＬＥＤ１１をフリップチップ実装する（図２（ｂ））。すなわち、
ＬＥＤ１１の電極にバンプを形成し、ＬＥＤ１１の電極側を基板１０側に向けて基板１０
の配線パターン１３の所定位置とＬＥＤ１１のバンプとの位置を合わせ、超音波による振
動によってバンプを溶融させることで、ＬＥＤ１１の電極と基板１０上の配線パターン１
３とを接続する。
【００４６】
　次に、注入成形により、基板１０上に封止ガラス１２を成形し、基板１０上のＬＥＤ１
１を封止ガラス１２によって封止する（図２（ｃ））。具体的には、封止ガラス１２を加
熱して溶融し、金型を用いて基板１０上に溶融した封止ガラス１２を注入し、冷却して封
止ガラス１２を固化させた後、金型を離脱させることで、基板１０上に封止ガラス１２を
形成する。
【００４７】
　封止温度（注入成形時の溶融した封止ガラス１２の温度）は、封止ガラス１２の融点以
上の温度であればよいが、ＬＥＤ１１の熱による劣化の抑止の観点から６００℃以下とす
ることが望ましい。より望ましい封止温度は３００～５５０℃であり、さらに望ましくは
３５０～５００℃である。
【００４８】
　また、不活性ガスに酸素を混合した雰囲気で封止を行ってもよい。封止ガラス１２が還
元作用によって着色してしまうのを防止することができるからである。不活性ガス中の酸
素の体積％は２０％以下が望ましく、５％以下がさらに望ましい。
【００４９】
　また、実施例１では、封止ガラス１２を直方体状の形状に成形しているが、注入成形に
より成形可能な任意の形状としてもよい。たとえば、封止ガラス１２の上面をレンズ状の
曲面としてもよい。
【００５０】
　次に、封止ガラス１２の表面に、スプレーやディップなどの方法によってポリシラザン
を含む溶液を塗布し、大気中の水分によって脱アンモニア反応させて、シリカガラスに転
化させることにより、耐水性を有したコート膜１６を形成する（図２（ｄ））。以上によ
って実施例１の発光装置が製造される。脱アンモニア反応は常温でも進行するが、時間が
かかるため焼成することが望ましい。脱アンモニア反応の進行速度が早まり、より短時間
でコート膜１６を形成することができる。焼成温度は、封止ガラス１２の軟化点未満の温
度であればよく、たとえば１００～３５０℃とすることができる。
【００５１】
　なお、コート膜１６として、ポリシラザンを脱アンモニア反応させたガラス膜に替えて
ゾルゲルガラスを用いる場合には、次のようにしてコート膜１６を形成すればよい。まず
、封止ガラス１２の表面に、スプレーやディップなどの方法によって金属アルコキシドを
含む溶液を塗布する。これを乾燥させて加水分解、脱水縮合してゲル化した後、加熱して
焼結させることによりガラス膜を得る。
【００５２】
　以上、実施例１の発光装置によれば、封止ガラス１２として石英ガラスの粉末に、低融
点ガラスであるリン酸塩ガラスを溶媒として混合したペーストの固化物を用いるため、封
止温度を低減することができ、より簡便に封止を行うことができる。また、封止ガラス１
２へのクラックが抑制されており、耐久性が向上している。また、基板１０と封止ガラス
１２の密着性も向上している。また、封止ガラス１２の表面に耐水性のコート膜１６を設
けているため、発光装置の耐環境性が向上している。
【００５３】
（変形例）
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　実施例１では、注入成形により封止ガラス１２を形成してＬＥＤ１１の封止を行ってい
るが、融解した封止ガラス１２を型に入れて冷却、固化する成形方法であれば注入成形以
外の成形方法を用いてもよい。これら形成方法によれば、封止ガラス１２によるＬＥＤ１
１の封止を容易かつ簡便に行うことができ、封止ガラス１２を所望の形状とすることも容
易である。たとえば、射出成形、トランスファー成形などを用いてもよい。ただし、融解
した封止ガラス１２は粘度が高いため、注入成形が好ましい。
【００５４】
　また、加熱プレスによって封止を行ってもよい。つまり、板状の封止ガラス１２を軟化
点以上融点以下の温度に加熱し、基板１０と板状の封止ガラス１２とを合わせ、加圧して
基板１０と封止ガラス１２とを密着させることにより、ＬＥＤ１１の封止を行ってもよい
。この場合、封止ガラス１２を融点以上に加熱する必要がなく、軟化点以上融点未満の温
度まで加熱すればよいため、封止温度を注入成形よりも低減することができるという利点
がある。
【００５５】
　実施例では発光素子としてIII 族窒化物半導体からなる青色発光の素子を用いているが
、発光素子の材料はIII 族窒化物半導体に限るものではなく、発光色も青色に限るもので
はない。たとえば、III 族窒化物半導体からなる紫外発光の素子を用いてもよい。また、
実施例では発光素子としてフリップチップ型を用い、基板１０にフリップチップ実装する
ものとしたが、フェイスアップ型や縦型の発光素子を用いることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明の発光装置は、照明装置、表示装置などの光源として利用することができる。
【符号の説明】
【００５７】
　１０：基板
　１１：ＬＥＤ
　１２：封止ガラス
　１３：配線パターン
　１４：裏面電極パターン
　１５：ビア
　１６：コート膜
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